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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】平成20年5月1日(2008.5.1)

【公開番号】特開2006-261390(P2006-261390A)
【公開日】平成18年9月28日(2006.9.28)
【年通号数】公開・登録公報2006-038
【出願番号】特願2005-76815(P2005-76815)
【国際特許分類】
   Ｈ０５Ｋ   3/46     (2006.01)
   Ｈ０５Ｋ   3/00     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０５Ｋ   3/46    　　　Ｇ
   Ｈ０５Ｋ   3/46    　　　Ｎ
   Ｈ０５Ｋ   3/46    　　　Ｘ
   Ｈ０５Ｋ   3/00    　　　Ｘ

【手続補正書】
【提出日】平成20年3月13日(2008.3.13)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
（１）金属箔、もしくは支持体に張り付けられた金属箔、もしくは支持体に張り付けられ
回路パターンを形成された金属箔
（２）層間接続手段を備えたＢステージ状態基板材料
（３）回路、金属箔、層間接続手段のうち一つ以上を備えたＢステージ状態基板材料
（４）回路もしくは金属箔を備えたＣステージ状態基板材料もしくは回路もしくは金属箔
と層間接続手段を備えたＣステージ状態基板材料
のうち、
少なくとも１種以上の前記Ｂステージ状態基板材料及び２種以上の前記金属箔もしくは前
記基板材料を積層物として積層する積層工程を含み、
前記積層物を積層する積層工程において、２枚以上の前記Ｃステージ状態基板材料を前記
Ｂステージ状態基板材料に対して前記積層物の特定部位で互いに当接して積層することを
特徴とする回路形成基板の製造方法。
【請求項２】
積層工程の前に、前記積層工程において積層する２枚以上のＣステージ状態基板材料が当
接する部分を所望寸法まで切断する切断工程を備えることを特徴とする請求項１に記載の
回路形成基板の製造方法。
【請求項３】
前記積層工程の後に前記積層物の表層に回路形成する工程を含み、
前記表層に回路形成された積層物は多層の回路形成基板であって、
前記回路形成基板は複数の集合回路形成基板を備え、
２枚以上のＣステージ状態基板材料が互いに当接する特定部位は、互いに隣接する集合回
路形成基板の間に位置することを特徴とする請求項１に記載の回路形成基板の製造方法。
【請求項４】
前記積層工程の後に前記積層物の表層に回路形成する工程を含み、
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前記表層に回路形成された積層物は多層の回路形成基板であって、
前記回路形成基板は複数の個別回路形成基板で構成される集合回路形成基板を複数備え、
２枚以上のＣステージ状態基板材料が互いに当接する特定部位は、少なくとも１つの集合
回路形成基板内の互いに隣接する個別回路形成基板の間に位置することを特徴とする請求
項１に記載の回路形成基板の製造方法。
【請求項５】
Ｃステージ状態基板材料は互いに当接する部分は、嵌合する形状に形成されていることを
特徴とする請求項１に記載の回路形成基板の製造方法。
【請求項６】
切断は、ダイシング法で行うことを特徴とする請求項２に記載の回路形成基板の製造方法
。
【請求項７】
Ｃステージ状態基板材料は表面に回路および導電ペーストで形成された層間接続部を備え
、
多層の回路形成基板の表層はレーザービアを備えることを特徴とする請求項３または請求
項４に記載の回路形成基板の製造方法。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１９】
　本発明の請求項１に記載の発明は、
（１）金属箔、もしくは支持体に張り付けられた金属箔、もしくは支持体に張り付けられ
回路パターンを形成された金属箔
（２）層間接続手段を備えたＢステージ状態基板材料
（３）回路、金属箔、層間接続手段のうち一つ以上を備えたＢステージ状態基板材料
（４）回路もしくは金属箔を備えたＣステージ状態基板材料もしくは回路もしくは金属箔
と層間接続手段を備えたＣステージ状態基板材料
のうち、
少なくとも１種以上の前記Ｂステージ状態基板材料及び２種以上の前記金属箔もしくは前
記基板材料を積層物として積層する積層工程を含み、
前記積層物を積層する積層工程において、２枚以上の前記Ｃステージ状態基板材料を前記
Ｂステージ状態基板材料に対して前記積層物の特定部位で互いに当接して積層することを
特徴とする回路形成基板の製造方法としたものであり、ワークサイズの大きな回路形成基
板の製造が可能となり、また使用する基板材料の歩留まりを向上させ、個別回路形成基板
の生産性を高める等の効果を有する。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２１】
　本発明の請求項３に記載の発明は、前記積層工程の後に前記積層物の表層に回路形成す
る工程を含み、前記表層に回路形成された積層物は多層の回路形成基板であって、
前記回路形成基板は複数の集合回路形成基板を備え、２枚以上のＣステージ状態基板材料
が互いに当接する特定部位は、互いに隣接する集合回路形成基板の間に位置することを特
徴とする請求項１に記載の回路形成基板の製造方法としたものであり、積層後のワークサ
イズでの有効範囲すなわち回路形成基板としての使用可能範囲が増加することにより、集
合回路形成基板の取り数を増加させ、効率的かつ低コストの回路形成基板の製造が可能と
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なる等の効果を有する。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２２】
　本発明の請求項４に記載の発明は、前記積層工程の後に前記積層物の表層に回路形成す
る工程を含み、前記表層に回路形成された積層物は多層の回路形成基板であって、前記回
路形成基板は複数の個別回路形成基板で構成される集合回路形成基板を複数備え、２枚以
上のＣステージ状態基板材料が互いに当接する特定部位は、少なくとも１つの集合回路形
成基板内の互いに隣接する個別回路形成基板の間に位置することを特徴とする請求項１に
記載の回路形成基板の製造方法としたものであり、積層後のワークサイズでの有効範囲す
なわち回路形成基板としての使用可能範囲が増加することにより、個別回路形成基板の取
り数を増加させ、効率的かつ低コストの回路形成基板の製造が可能となる等の効果を有す
る。
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